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Аннотация. Рассмотрен процесс монтажа кристаллов интегральных 

схем с применением вибраций и ультразвуковых (УЗ) колебаний. 

Моделированием в ANSYS WorkBench получена картина 

распределения механических напряжений в УЗ-системе монтажа и 

в рабочей области. Исследована зависимость амплитуды колебаний 

инструмента от частоты и определена резонансная частота УЗ 

технологической системы монтажа кристаллов. При пайке с 

использованием УЗ-колебаний наблюдается повышение прочности 

соединения при температуре +225 °C. 
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